
Intel 2.5D EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)

ブリッジチップをパッケージ基板に埋め込む処
理が必要になる

トップダイへは、信号や電力がTSVを経由しな
いため、抵抗や信号品質の面で有利

トップダイのプロセッサなどにはTSVが不要であ
るため、コストを抑えられる

インタポーザと比べて小さく低コストな組み込み
ブリッジチップ

トップダイは並ぶため実装面積は大きくなる

トップダイは並ぶために排熱は容易となる

チップ間を広帯域&低電力に接続できるが、ダイ
レクト接続よりも制限される
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